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摘要(译)

本发明公开一种封装件及封装方法、固化装置、封装系统、显示装置，
属于OLED器件封装领域。封装件包括：第一基板和第二基板，第一基板
和第二基板都为曲面基板，且第一基板的弯曲方向与第二基板的弯曲方
向相同，第一基板与第二基板平行设置，且第一基板与第二基板之间形
成有待封装器件和封装胶层，封装胶层包覆在待封装器件的外侧；第一
基板的热膨胀系数、封装胶层的热膨胀系数和第二基板的热膨胀系数均
不同。本发明解决了曲面OLED器件的使用寿命较低的问题，达到了提高
曲面OLED器件的使用寿命效果。本发明用于OLED器件封装。
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